中国半导体行业协会
中半协[2008] 001号
关于举办半导体《先进IC封装设计》培训班的通知
有关会员单位：

中国半导体行业协会与国际半导体设备与材料协会（SEMI）联合开办《先进IC封装设计》技术培训班，本期培训班在江苏省苏州市举办，培训时间两天，请各会员单位按通知要求积极报名。现将有关培训事宜通知如下：
一、培训内容：
介绍传统的封装工艺发展和改造，以及一些先进封装技术中的工艺设计问题，重点说明其在解决实际封装问题中的应用（具体内容参看培训课程大纲附件一 ）。
二、培训对象：

凡从事半导体封装测试工艺开发和技术管理人员。以及失效分析工程师、客服工程师、产品工程师、工艺工程师等参加本课程培训，可获得较佳效果。同时对企业综合部门的工作人员，了解专业技术和工艺也十分有益。
三、培训承办单位：

苏州市集成电路行业协会    

苏州中科集成电路设计中心
四、培训时间：

1月13-14日两天。报到时间： 1月13日上午08：00－08：45
五、培训地点：

苏州中科集成电路设计中心培训教室
（苏州工业园区机场路328号国际科技园二期E401）
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六、培训费用：
1000元/人（含培训授课、教材、培训证书费、工作午餐费）。参加本期培训的学员，办理报到同时缴纳培训费。
外省市学员食宿、交通费用自理，可代为预订酒店。推荐酒店：
维景国际大酒店 五星  电话：62800666，地址：国际科技园4期。
苏州相王宾馆   三星  电话：68011186，地址：竹辉路138号。
七、报名时间和要求：
1、各单位在1月10日前以电话、传真或邮件方式报苏州市集成电路行业协会或者苏州中科集成电路设计中心。

2、参加培训班的学员报到前请按要求填写好电子行业职业技术培训申请表（表见附件4），报到时连同二张二寸照片交至培训班报到处，以便颁发信息产业部技术培训证书。
中国半导体行业协会

二○○七年十二月六日
联系方式：中国半导体行业协会           苏州市集成电路行业协会             苏州中科集成电路设计中心
联系人：庞春丽 / 孙亚东         周  全 / 李寿祥              赵  云
电话：010-68207450 /7456        0512-66680916 /936        0512-62889079

传真：010-68154708             0512-66680999            0512-62889111
Email: pcl@csia.net.cn            zhouq@sipac.gov.cn        zhaoy@szicc.com.cn 
附件一：
                      培训课程大纲
	
	先进IC封装设计

	课程时数
	12 小 时

	课程说明
	本课程重点介绍了传统的封装工艺的发展和改进，以及一些先进封装技术中的工艺设计问题。重点说明其在解决实际封装问题中的应用。

	授课对象
	从事半导体封装测试产业封装工艺开发和技术管理人员工作，建议失效分析工程师、客服工程师、产品工程师、工艺工程师等参加本课程，可获得较佳之学习效益。

	课程大纲
	First Day    第一天

· Part #1: Introduction and Overview ----- (09:00-10:30)

第一部分：介绍及综述----- (09:00-10:30)

Evolution of Integrated Circuits (ICs)    集成电路的发展

Semiconductors Technology Roadmap   半导体技术路线图

Functions & Hierarchy of Packaging & Assembly

封装与组装的功能和层次

Classification of IC Packages           集成电路封装分类

Introduction to Microsystems Packaging  微系统封装介绍

Emerging Trends of Microsystems Packaging

微系统封装的新兴趋势

Break (10:30-10:45)     课间休息(10:30-10:45)

· Part #2: Component Level Paging ----- (10:45-12:15)

第二部分：器件级封装----- (10:45-12:15)

Chip Level Interconnection and Substrates芯片级互连与衬底

Molding, Encapsulation and Underfill    注塑、包装及底部填充

BGA and Flip Chip Technologies        BGA和倒装芯片技术

Chip Scale Packaging                 芯片尺寸封装

Wafer Level Packaging                圆片级封装

Three-Dimensional Packaging          三维封装

Lunch (12:15-14:00)     午餐（12:15-14:00）

· Part #3: Board Level Assembly ----- (14:00-15:30)

第三部分：板级组装

Through Hole and Surface Mount Components

通孔和表面贴装器件

Wave Soldering and Reflow Soldering    波峰焊和回流焊

Fundamentals of Printed Circuit Boards   印刷电路板基础

Build Up Technology and High Density Interconnect

层加技术与高密度互连

Lead-free Soldering and Environmental Issues

无铅焊料和环境因素

Break (15:30-15:45)    课间休息（15:30-15:45）

· Part #4: Reliability Tests and Considerations ----- (15:45-17:15)

第四部分：可靠性测试及考量----- (15:45-17:15)

Qualification vs. Reliability            质量认证与可靠性

Failure Modes and Physics of Failure     实效模型及物理机制

Test Standards and Organizations        测试标准与机构

Non-destructive Inspections            非破坏性检测

Moisture sensitivity Levels             湿度敏感水平

Reliability Tests for Interconnection      互连的可靠性测试

Simulation and Design for Reliability     可靠性模拟与设计

Second Day  第二天

· Part #5: Discussion and Question Answer ----- (09:00-10:30)

第五部分：讨论与答疑-----(09:00-10:30)

Break (10:30-10:45)     课间休息（10:30-10:45）

· Part #6: Examination ----- (10:45-12:15)

第六部分：考试-----(10:45-12:15)


附件二：
培训报名表：

	单位
	
	地址
	

	培 训 联 络 人 信 息

	姓名
	
	部门
	
	职务
	

	Email
	
	电话
	
	手机
	

	住宿
	□是  □否
	标准
	      人（间）     宾馆（酒店）

	参训学员信息（人数较多可自行调整表格数量）

	姓名
	部门
	职务
	电话
	Email

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	希望在培训中交流的问题：


	


请于2008年1月10日前将培训报名表报至苏州市集成电路行业协会或者苏州中科集成电路设计中心。
附件三：
	电子行业职业技术培训申请表

	

	姓名
	　
	性别
	　
	出生年月
	　
	照片

	文化程度
	　
	身份证号码
	　
	

	工作单位
	　
	电话
	　
	（二寸）

	联系地址
	　
	邮编
	　
	

	参加工作时间
	　
	原工种
	　
	

	原技术等级
	　
	原证书编号
	　

	申报等级
	　
	申报工种
	　
	本工种工作年限
	　

	个人工作简历
及参加技能
培训情况
	

	单位或培训

机构意见
	（盖章）

年    月    日

	职业技能鉴定
所（站）意见
	理论成绩
	　
	实操成绩
	　

	
	                    （盖章）

                     年    月    日

	电子行业职业
技能鉴定中心
意见
	                    （盖章）

                           年    月    日


培训讲师：

李世玮先生，香港科技大学机械工程系副教授，并兼任该校电子封装研究中心（EPACK Lab） 主任，1992年取得美国Purdue University航空航天博士学位。

李博士的研究工作涉及晶圆凸点制作和倒芯片组装、晶圆级和芯片规模封装、微过孔和高密度互连、无铅焊接及焊点可靠性、以及传感器和传动装置制动器的结构。李博士在国际杂志及学术会议上发表了一百多篇技术文章，拥有一项美国专利，并合作撰写了3本专著。

李博士还两度（2000年度及2001年度）获得由ASME《电子封装杂志》授予的JEP最佳论文奖。他还荣获了电子封装技术国际研讨会（ISEPT2001，北京）的杰出论文奖和IEEE电子元件及技术会议（ECTC2004，拉斯维加斯）的最佳论文奖。此外，他还担任着两本IEEE学报的副编辑和两本其他国际期刊的编辑顾问。

李博士在各类学术活动和国际会议上非常活跃。他是ASME、 IoP会员 ，IEEE的高级会员。他曾担任ASME香港分会的副主席（1997-1998），IEEE-CPMT香港分会的主席（2001-2002）。此外他还是第二届电子材料及封装国际研讨会（EMAP2000）的总主席，第60届中国年轻科学家科技论坛会议（FYS2001）的总主持人。

目前李博士是IEEE元件、封装及制造技术（CPMT）学会的副会长，ASME电子&光电子封装分会（EPPD）执行委员会成员。
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